
Einzigartig durch 
innovative Lösungen
Innovationen sind das Herzstück von 
Oerlikon. Mit einzigartigen Verfahren und 
innovativen Lösungen heben wir uns im 
Wettbewerb ab. Mit einem Investment 
von CHF 260 Mio. zählen wir zu den 
forschungsintensiven Industriekonzernen. 
Durch langfristiges und effizientes 
Innovationsmanagement stellen wir sicher, 
bedeutende Technologietrends wie etwa 
die Nanotechnologie für uns und unsere 
Kunden in neue Produkte und Lösungen 
umzusetzen.

Die Grenzen des technisch 
Machbaren erweitern
Die 1 500 F&E-Spezialisten von Oerlikon 
arbeiten nicht nur an der Optimierung 
bestehender Produkte; sie versuchen 
darüber hinaus, mit Technologiesprüngen 
ganz neue Anwendungen und Märkte zu 
eröffnen. In der Vergangenheit ist uns dies 
mit der Erfindung der Dünnfilmbeschich-
tung, Pionierleistungen in der Vakuum-
technologie oder im Textilmaschinenbau 
immer wieder gelungen. Und auch heute 
dringen wir etwa mit der Dünnfilm-
Solartechnik oder mit Laser-Projek tions-
systemen in neue Welten vor. 

Technologie im Dienste 
unserer Kunden
Innovationen sind für uns kein Selbst-
zweck. In enger Abstimmung mit unseren 
Kunden entwickeln wir neue Verfahren 
und Produkte und erweitern diese zu 
ganzheitlichen Lösungen. Das Ziel 
ist, durch führende Technologien den 
Anwendern substanzielle Vorteile zu bieten. 

So machen wir unsere Kunden mit 
innovativen Lösungen nachhaltig 
erfolgreich.

Forschungsschwerpunkte
– Werkstoffwissenschaften
– Oberflächenphysik – PVD
– Oberflächenphysik – CVD, Plasmaphysik
– Festkörper- & Oberflächenchemie
– Mechatronik
– Optik, Laserphysik
– Elektronik
– Simulation

Festplattenbeschichtung mit RACETRACK: 
innovative Lösungen zum Nutzen unserer Kunden.

Kunden von Oerlikon* 

* Auszug aus Oerlikon Referenzliste

Components Space dafür gezielt eigene 
Produkte entwickelt und ausgiebig getestet 
wie auch SADM-Aktivitäten anderer 
Unternehmen übernommen.

Energie für Satelliten

Obwohl Laser wegen ihrer hohen Farbqualität 
schon heute als Lichtquelle in Projektoren 
eingesetzt werden, eignen sie sich bisher 
schlecht für die Massenproduktion. Laserbasierte 
Projektionsdisplays verfügten über zu wenig 
Energie, benötigten zu viel Raum und trieben 
die Produktionskosten in schwindelerregende 
Höhen. Anders die von Novalux entwickelte 
Lasertechnik namens NECSEL (Novalux 
Extended Cavity Surface Emitting Laser), für die 
Oerlikon durch eine Unternehmensbeteiligung 
die Vermarktungsrechte erworben hat. Diese 
neuartige Lasereinheit findet bereits in einer 
kleinen Zündholzschachtel Platz und beeindruckt 
durch Leuchtkraft und Farbechtheit. Die 
NECSEL-Chips machen den Einsatz vieler 
Bauteile überflüssig. Oerlikon Optics entwickelt, 
ausgehend von dieser Basistechnologie, eigene 
Module für die Serienfertigung und erschliesst 
so neue Märkte wie die der kleinen LCD-
Projektoren (Pico-Projektoren), der Laser-TVs 
und der 3-D-Applikationen.

Neue Laserprojektion

Ein Doppelkupplungsgetriebe (Dual Clutch) 
besteht aus zwei ineinandergesetzten 
Kupplungen. Beim Hochschalten arbeiten die 
Aggregate so raffiniert zusammen, dass der 
nächsthöhere Gang in Millisekunden eingelegt ist. 
Beim automatischen Hochschalten ist deshalb 
weder ein Rucken noch ein Verzögerungseffekt 
zu bemerken. Der Gangwechsel im optimalen 
Drehzahlbereich ermöglicht rasante 
Beschleunigung, optimale Fahrleistungen 
und effizienten Benzinverbrauch. Im Prinzip 
bereits 1940 erfunden, erlebt diese Technologie 
jetzt ihren Durchbruch. Denn erst durch 
ausgefeilte Sensorik, integrierte Prozessoren 
und intelligente Software wird die Mechanik 
alltagstauglich. Eine Steuereinheit errechnet 
aus den Sensorsignalen, Motordrehzahl, 
Geschwindigkeit und Getriebelast den idealen 
Schaltpunkt – wobei sich durch die Software 
verschiedene Fahrcharakteristiken wählen lassen 
– von sportlich bis gemütlich. Oerlikon Graziano 
Drive Systems hat als erster unabhängiger 
Getriebehersteller einen Prototyp entwickelt 
und bereits verschiedenen Automobilherstellern 
präsentiert.

Neue Generation im 
Getriebebau: Dual Clutch

die Chips mit kleinen Stahlnadeln von der 
Folie zu lösen, würde sie zerstören. Oerlikon 
Assembly Equipment hat deshalb ein ganz 
neues Verfahren entwickelt: das Advanced Thin 
Die Pick Up (ATD). Der Mikrochip wird dabei 
über eine Rampe gezogen. Nach der Rampe 
wird ein Vakuum erzeugt, um die Folie vom 
Chip abzulösen und wegzuziehen. Nach dem 
Ablösen wird der Mikrochip auf ein System von 
feinen Vakuumnuten gesetzt. Dieses System 
verhindert, dass der Chip wieder mit der 
Folie in Berührung kommt und daran hängen 
bleibt. Gleichzeitig lässt er sich für die weitere 
Verarbeitung genau positionieren. Mit dieser 
Innovation macht Oerlikon Assembly Equipment 
die Massenproduktion der ultradünnen Chips 
erst möglich.  

Ultradünne Chips
Um bei Computerchips eine ständig steigende 
Funktionalität auf immer kleinerem Raum zu 
ermöglichen, werden zunehmend mehrere 
sehr dünne Chips aufeinandergestapelt. 
Die jüngste Generation dieser Thin Dies, der 
ultradünnen Chips, ist nur noch ungefähr 50 
Mikrometer dick. Solche dünnen Chips sind 
ausserordentlich empfindlich und stellen 
besondere Anforderungen an die Produktion. 
Die grösste Herausforderung bei der Produktion 
ist das Aufpicken dieser dünnen Chips von 
der Trägerfolie. Das bislang übliche Verfahren, 

Galileo heisst das europäische Satelliten-
Navigationssystem, das Ende 2011 
betriebsbereit sein soll. Es basiert auf 
30 Satellliten und aus einem Netz von 
Bodenstationen, die die Satelliten kontrollieren. 
Galileo liefert exaktere und zuverlässigere Daten 
als die heutigen Systeme. Wirtschaftsexperten 
erwarten, dass mit Galileo ein neuer 
Milliardenmarkt entsteht. Die Energie für 
die Satelliten erzeugen Solargeneratoren, 
die das Licht der Sonne in elektrischen Strom 
umwandeln. Damit die Ausbeute möglichst hoch 
ist, müssen die Solarmodule stets optimal zur 
Sonne stehen – und genau das gewährleisten 
die sogenannten Solar Array Drive Mechanisms 
(SADM) – hochpräzise, komplexe Bauteile, 
ohne die der Betrieb der Satelliten nicht möglich 
wäre. In den vergangenen Jahren hat Oerlikon 

ABB, AGCO, Albis, Alfa Romeo, Allison, AMD, 
Angelantoni Industrie, Arianespace, ASE, Aston 
Martin, Audi, Audi-Lamborghini, Bosch, Caterpillar, 
Cincinatti Test Systems, CIRA Research Institute, 
Club Car, CNH, Coteminas, CREE, DuPont Nanya 
Plastics, EADS, Eaton Electrical, Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
Emerson Processing Rosemount, ersol Thin Film, 
ESA, Ferrari, Ford, Frontier, Fruit of the Loom, 
Greatec, Gusto, Hitachi, Hydraquip, Hyosung, IBM, 
Infineon, Irisbus, Iscar, JCB, JLG, Kennametall, 
KordSA, Kraft Foods, Laser energetics, Lockheed 
Martin, Mahindra, Manitou, Martin Professional, 
Michelin, Micronas, Mohawk, Nanja Plastics, 
Oriental Weavers, OSG, Parkdale, Philips, Pirelli, 
Quimonda, Reliance, Ricoh, Samputensili, Samsung, 
Sandvik, Sanko, Sansangxiang, SCHOTT Solar, 
Seagate Technology, Shaw Industries, Siemens, 
SKF, SMT/NTS, Sony, Spansion, SPIL, SPX, ST, 
Surface Engineering Group, Technicolor, Texas 
Instruments, Vacumet, Vardhmann Group, VW, 
Western Precooling Systems 




